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二、说明、目录、图表目录

       LED封装是指发光芯片的封装，是与市场联系最为紧密的环节。由于封装的技术含量与投

资门槛相对较低，因此它是LED产业链中投资规模最大且发展最快的领域。  

      近年来，传统半导体封装企业开始试水LED封装，半导体封装设备厂商逐步加大LED设备

的研发和市场推广，封装企业更多向下游应用领域延伸，且不乏有部分实力企业向上游扩张

。 我国LED封装产品经过十多年的发展，已形成门类齐全的各类封装型号，与国外的封装产

品型号基本同步。中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，内地LED封装企业的封装

产能扩充较快。国内LED封装企业主要分布在珠三角地区，其次是长三角地区。随着更多资

本进入大陆封装产业，我国LED封装产能将会进一步扩张。

 LED 封装市场规模及增长速度

 

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国LED封装行业全景调研及市场全景评估报告》

共十二章。首先介绍了LED封装相关概念及发展环境，接着分析了中国LED封装规模及消费

需求，然后对中国LED封装市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国LED封装面临的

机遇及发展前景。您若想对中国LED封装有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您

不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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